AMTECH

Advanced SMT Solder Products 500 Main Street, Suite 18
PO Box 989
Deep River, CT 06417 USA

Toll Free: 800.435.0317
Phone: 860.526.8300

RMA-223, Rosin Mildly Active Solder Paste o amtechaoldercom
Product Data Sheet

Product Highlights Available Alloys

B ROLO flux classification
B Exceptional print definition 635n/37Pb 183 361

B Excellent wetting on most board finishes 625n/36Pb/2Ag 179 354

B Low voiding 62.85n/36.8Pb/0.4Ag 179-183 354-361
B Long stencil life 60Sn/40Pb 183-191 361-376
B Wide process window 43Sn/43Pb/14Bi 144-163 291-325
B REACH compliant 425n/58Bi 138 280

B Compatible with enclosed print heads 10Sn/88Pb/2Ag 268-290 514-554

B Print & dispense grade solder paste available

Packaging

500 gram jars

700 gram cartridges

35 or 100 gram syringes
ProFlow cassettes

Test Results

Test J-STD-004 or Test Requirement Result
other requirements (as stated)
Copper Mirror IPC-TM-650: 2.3.32 L: No breakthrough
Corrosion IPC-TM-650: 2.6.15 L: No Corrosion
Quantitative Halides IPC-TM-650: 2.3.28.1 L: <0.05%
Electrochemical Migration IPC-TM-650: 2.6.14.1 L: <1 decade drop
(No-cleaned)
Surface Insulation Resistance 85 °C, IPC-TM-650: 2.6.3.7 L: =100 MQ (No Clean)
85% RH @ 168 Hours
Tack Value IPC-TM-650: 2.4.44 48g
Viscosity - Malcom @ 10 RPM/25 °C IPC-TM-650: 2.4.34.4 Print: 200-275
(x10°mPa/s)- Sn63/Pb37 T3/T4 Dispensing: 110-150
Visual IPC-TM-650: 3.4.2.5 Clear and free
from precipitation
Conflict Minerals Compliance Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC]) Compliant
REACH Compliance Articles 33 and 67 of Regulation Contains no substance
(EC) No 1907/2006 >0.1% w/w that is listed

as a SVHC or restricted
for use in solder materials




RMA-223, Rosin Mildly Active Solder Paste

Printer Operation

The following are general guidelines for stencil
printer optimization with RMA-223. Some
adjustments may be necessary based on your
process requirements.

Print Speed: 25-100 mm/sec

Squeegee Pressure: 70-250g/cm of blade
Under Stencil Wipe: Once every 10-25 prints,
or as necessary

Stencil Life
> 8 hours (@ 30-45% RH and 20-25°C
~ 4 hours (@ 45-75% RH and 20-25°C

Cleaning

RMA-223 is a Rosin Mildly Active solder paste that
can be left on the board for many SMT assemblies.
For applications requiring cleaning, RMA-223 can
be cleaned using flux residue removers such as
Inventec Disper 607 and Disper 610.

Amtech Low Oxide Powder Distribution

Micron Size Type Pitch Requirements
45-75p Type-2 24 mil and above
25-45p Type-3 16-24 mil

20-38y Type-4 12-16 mil

15-25p Type-5 8-12 mil

5-15p Type-6 5-8 mil

2-11p Type-7 < 5 mil

Note: Type-6 and Type-7 may not be available in certain alloys.
Other powder distributions are available on request.

Storage

Solder paste should be stored between 3-8 °C
(37-46 °F) to obtain the maximum refrigerated shelf
life of six months. Unopened solder paste stored

at room temperature, 25 °C (77 °F) will have a one
month shelf life. Syringes and cartridges should

be stored vertically in the refrigerator with the
dispensing tip down. Allow 4-8 hours for solder
paste to reach an operating temperature of 20-25 °C
(68-77 °F). Keep the solder paste container sealed
while warming the solder paste to operating
temperature. NEVER FREEZE SOLDER PASTE.

Recommended Profile
This profile is designed to serve

Profile for Sn63 and Sné2 Alloys

Topside Temperature of board
to be @ 212 - 230°C maximum

Topside Temperature of board
to be @ 170°C at finest
mil pitch in zone prior
to reflow

=
Time above liquidus should be
45 - 90 seconds depending on
board density, size & population

\
Temperature Ramp
@ < 3.0°C/Second

Soak Reflow

as a starting point for process =

optimization using RMA-223. To 200 e
achieve better results with voiding L

or to reduce tombstoning, consider 150

using a longer soaking zone, E -

(140-180 °C) for 60-90 seconds, §100

with a rapid pre-heat stage. .

If there is evidence of solder £ fo 1007
de-wetting, consider lowering the Pre-Heat

peak reflow temperature, or
reduce the time above liquidus to

<60 seconds.

Revised December 9, 2015
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RMA'223, KOIOphonium, milde aktive LC')tpaSte www.amtechsolder.com

Produktdatenblatt

Produkt Highlights
n ROLO Flussmittelklassifizierung

Verfligbare Legierungen

Temp. °C Temperatur °F
n Auf3ergewohnliche Druckauflésung 183 361
n Hervorragende Benetzung auf den meisten Plattenoberflachen n 63Sn/37Pb 62Sn/ 179 354
Geringe Porenbildung 36Pb/2Ag 62,85n/36,8Pb/ 179-183 354-361
n Lange Lebensdauer der Schablone 0,4Ag 60Sn/ 183-191 361-376
n Breites Prozessfenster 40Pb 43Sn/43Pb/ 144-163 291-325
n REACH-konform 14Bi 42Sn/ 138 280
n Kompatibel mit geschlossenen Druckkdpfen 58Bi 10Sn/88Ph/2Ag 268-290 514-554

n Létpaste in Druck- und Dosierqualitét erhaltlich

Testergebnisse

Verpackung
500-Gramm-Gléaser
700-Gramm-Kartuschen

35- oder 100-Gramm-Spritzen
ProFlow-Kassetten

Test J-STD-004 oder Testanforderung Ergebnis

sonstige Voraussetzungen

Kupferspiegel IPC-TM-650: 2.3.32 L: Kein Durchbruch

Korrosion IPC-TM-650: 2.6.15 L: Keine Korrosion

Quantitative Halogenide IPC-TM-650: 2.3.28.1 L: <0,05 %

Elektrochemische Migration IPC-TM-650: 2.6.14.1 L: <1 Dekade Abfall
(Nicht gereinigt)

Oberflachenisolationswiderstand 85 ° C, IPC-TM-650: 2.6.3.7 L: y100 My (keine Reinigung)

85 % relative Luftfeuchtigkeit bei 168 Stunden

Klebrigkeitswert IPC-TM-650: 2.4.44 48 g

Viskositat — Malcom bei 10 U/min/25 ° C IPC-TM-650: 2.4.34.4 Drucken: 200-275

(x103 mPa/s) — Sn63/Pb37 T3/T4 Abgabe: 110-150

Visuell IPC-TM-650: 3.4.2.5 Klar und frei

durch Niederschlag

Einhaltung der Konfliktmineralien-Vorschriften

Konform mit der Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)

REACH-Konformitat

Artikel 33 und 67 der Verordnung Enthalt keine Substanz >0,1
(EG) Nr. 1907/2006 % (w/w), die als SVHC
aufgefuhrt ist oder fur die
Verwendung in Lotmaterialien eingeschrank




Machine Translated by Google

RMA-223, Kolophonium, milde aktive Lotpaste

Druckerbetrieb

Im Folgenden finden Sie allgemeine Richtlinien zur Optimierung
des Schablonendruckers mit RMA-223. Je nach lhren
Prozessanforderungen kénnen einige Anpassungen

erforderlich sein.

Druckgeschwindigkeit: 25—-100 mm/s
Rakeldruck: 70-250 g/cm Klinge
Unter der Schablone abwischen: Einmal alle 10-25 Drucke,

oder nach Bedarf

Schablonenleben
> 8 Stunden bei 30-45 % relativer Luftfeuchtigkeit und 20-25 ° C

~ 4 Stunden bei 45-75 % relativer Luftfeuchtigkeit und 20-25 ° C

Reinigung

RMA-223 ist eine leicht aktive Rosin-Létpaste, die bei vielen SMT-
Baugruppen auf der Platine verbleiben kann.

Fur Anwendungen, die eine Reinigung erfordern, kann RMA-223
mit Flussmittelriickstandsentfernern wie Inventec Disper 607

und Disper 610 gereinigt werden.

Amtech Verteilung von oxidarmen Pulvern
MikrongréRe

Typ Stellplatzanforderungen
45-75u Typ 2 24 Millionen und mehr
25-45u Typ 3 16-24 Millionen
20-38u Typ 4 12-16 Millionen
15-25p Typ 5 8-12 Millionen
5-15u Typ 6 5-8 Millionen
2-11p Typ 7 <5 Mio.

Hinweis: Typ 6 und Typ 7 sind in bestimmten Legierungen maoglicherweise nicht verfiigbar.
Andere Pulververteilungen sind auf Anfrage erhéltlich.

Lagerung

Létpaste sollte bei 3-8 ° C (37-46 ° F) gelagert werden, um

die maximale Haltbarkeit von sechs Monaten im Kuhlschrank zu
erreichen. Ungedffnete Lotpaste ist bei Raumtemperatur ( 25 °
C ) einen Monat haltbar. Spritzen und Kartuschen sollten
senkrecht im Kihlschrank mit der Dosierspitze nach unten
gelagert werden. Warten Sie 4-8 Stunden, bis die Lotpaste
eine Betriebstemperatur von 20-25 ° C (68-77 ° F) erreicht

hat. Halten Sie den Létpastenbehélter wahrend des Erwarmens der
Lotpaste auf Betriebstemperatur verschlossen. LOTPASTE
NIEMALS EINFRIEREN.

Empfohlenes Profil

Dieses Profil dient als Ausgangspunkt flr

Profil fur Sn63- und Sn62-Legierungen

Temperatur der Oberseite der Platine
maximal 212 - 230°C

Temperatur der Oberseite der Platine
sollte bei 170°C liegen
Mil-Abstand in der Zone vor
dem Reflow

250°
die Prozessoptimierung mit RMA-223.
Um bessere Ergebnisse bei der 200°
o B tiqiid_usl_enlpfalw_'uv_ 5253' :nd_ s:stegiemngen
Hohlraumbildung zu erzielen oder die
Grabsteinbildung zu reduzieren, sollten Sie 150

140°

eine langere Einweichzone (140-180

Die Zeit tiber Liquidus sollte
45 - 90 Sekunden, abhangig von
Brettdichte, GroRe und Bevolkerung

° C) fur 60-90 Sekunden mit einer 100

schnellen Vorheizphase verwenden.

Temperaturrampe
@ <3,0 °C/sekunde

Schnelle Rampe
©

Wenn L6tzinn vorhanden ist 5077

Vorheizen

Einweichen

Reflow Cool

Entnetzung: Erwagen Sie eine Senkung der

. 0°
maximalen Reflow-Temperatur oder

eine Reduzierung der Zeit Gber Liquidus

auf <60 Sekunden.

Uberarbeitet am 9. Dezember 2015
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Advanced SMT Solder Products Hlavné ulica 500, apartman 18

P. O. Box 989
Deep River, CT 06417 USA

Bezplatna linka: 800.435.0317
Telefén: 860.526.8300
Fax: 860.526.8243

RMA‘223, M |erne d ktI'Vﬂa Spéj kovaC|a pa Sta ROS| n www.amtechsolder.com
Hlavné vlastnosti produktu Dostupné zliatiny

Klasifikacia toku n ROLO Teplota °C Teplota °F
Vynimocna definicia tlace 63Sn/ 183 361

n Vyborna zmacavost na vacsine povrchovych Uprav dosiek 37Pb 625n/36Pb/ 179 354

n Nizka tvorba pérov 2Ag 62,85n/36,8Pb/0,4Ag 179-183 354 - 361
n DIha Zivotnost Sablény 60Sn/40Pb 183-191 361-376
Siroké procesné okno 43Sn/43Pb/14Bi 144 - 163 291 -325
V sulade s REACH 425n/58Bi 138 280
Kompatibilné s priloZzenymi tlaCovymi hlavami 10Sn/88Pb/2Ag 268 - 290 514 - 554

n K dispozicii je spajkovacia pasta na tla¢ a davkovanie

Balenie
500-gramové pohare
700-gramové naplne

35 alebo 100 gramové striekacky
Kazety ProFlow

Vysledky testov

Test ]-STD-004 alebo Poziadavka na test Vysledok
dalSie poziadavky (ako je uvedené
Medené zrkadlo IPC-TM-650: 2.3.32 L: Ziadny prielom
Korézia IPC-TM-650: 2.6.15 L: Bez kordzie
Kvantitativne halogenidy IPC-TM-650: 2.3.28.1 L: <0,05 %
Elektrochemicka migracia IPC-TM-650: 2.6.14.1 L: Pokles o <1 dekadu
(Necistené)
Povrchovy izolagny odpor 85 ° C, IPC-TM-650: 2.6.3.7 L: 100 MQ (bez Cistenia)
85 % relativnej vihkosti pri 168 hodinach
Hodnota lepivosti IPC-TM-650: 2.4.44 48 g
Viskozita - Malcom pri 10 ot./min./25° C IPC-TM-650: 2.4.34.4 Tlac: 200-275
(x10® mPa/s) - Sn63/Pb37 T3/T4 Davkovanie: 110-150
Vizuélne IPC-TM-650: 3.4.2.5 Jasné a bezplatné
z0 zrdzok
Sulad s predpismi o konfliktnych nerastoch V sulade s koaliciou pre obcianstvo elektronického priemyslu (EICC)
Sulad s REACH Clanky 33 a 67 nariadenia Neobsahuje Ziadnu latku > 0,1 %
(ES) €. 1907/2006 hmotn./hmotn., ktora je uvedena

ako SVHC alebo ktorej pouZitie v
spajkovacich materidloch je obmedzené.




Machine Translated by Google

RMA-223, Mierne aktivna spajkovacia pasta Rosin

Obsluha tlagiarne
Nasleduju vSeobecné pokyny pre optimalizaciu tlaciarne Sablén
s RMA-223. Na zaklade poZiadaviek vasho procesu

moZu byt potrebné urcité dpravy.

Rychlost tlace: 25 - 100 mm/s
Tlak stierky: 70 - 250 g/cm stierky
Utieranie pod Sablénou: Raz za 10 - 25 vytlackov

alebo podla potreby

Zivotnost $ablény
> 8 hodin pri 30 - 45 % relativnej vihkostia 20 - 25° C

~ 4 hodiny pri 45 - 75 % relativnej vlhkosti a 20 - 25 ° C

Cistenie

RMA-223 je mierne aktivna spajkovacia pasta Rosin, ktord mozno
ponechat na doske pri mnohych SMT zostavach.

V aplikéciach vyZadujucich Cistenie je mozné RMA-223 istit’
pomocou odstrafiovacov zvyskov tavidla, ako su Inventec Disper
607 a Disper 610.

Distribucia nizkooxidového prasku Amtech

Velkost'v mikrénoch 1Y) Poiiadavky na ihrisko
45-75p Typ 2 24 mil a viac

15-254 Typ-5 8-12 mil

5-1 5},1 Typ-6 5-8 mil

Poznamka: Typ 6 a typ 7 nemusia byt dostupné v niektorych zliatinach.
Iné rozloZenia prasku su k dispozicii na poZiadanie.

Skladovanie

Spajkovacia pasta by sa mala skladovat pri teplote 3-8 ° C

(37 - 46 ° F), aby sa dosiahla maximalna trvanlivost'v chladnicke Sest’
mesiacov. Neotvorend spajkovacia pasta skladovana pri izbovej
teplote, 25 ° C (77 ° F) ma trvanlivost jeden mesiac. Striekacky a
kartuSe by sa mali skladovat vertikalne v chladnicke s davkovacim
hrotom nadol. Nechajte 4 - 8 hodin, aby spajkovacia pasta

dosiahla prevadzkovu teplotu 20 - 25 ° C (68 - 77 ° F). Pocas
zahrievania spajkovacej pasty na prevadzkovu teplotu udrziavajte
nadobu so spajkovacou pastou uzavretu. Spajkovaciu pastu NIKDY

NEZMRAZUJTE.

Odporucany profil

Tento profil sliZi ako vychodiskovy bod

Profil pre zliatiny Sn63 a Sn62

Teplota vrchnej strany dosky
maximélne pri 212 - 230 °C

Teplota vrchnej strany dosky
najlepsie pri 170 °C
roztet v miloch v z6ne pred

250°
pre optimalizaciu procesu pomocou
RMA-223. Na dosiahnutie lepSich vysledkov 200°
o R
pri odstrafiovani dutin alebo na zniZenie
tvorby nahrobkov zvazte pouZitie dlh3ej 150
140°

namacacej zény (140 - 180 ° C) pocas

Cas nad likvidom by mal byt
45 - 90 sekiind v zévislosti od
hustota, velkost a potet obyvatelov

60 - 90 sekdnd s rychlym predhrievanim. 100!

Rychla rampa
C

Teplotna rampa
pri < 3,0 °C/sekundu

o

50°7

Ak existuju dokazy o spajkovani

Predhrievanie

Tt Preformétovanie Chladny

odvlh¢ovanie, zvazte znizenie maximalnej

0°
teploty pretavenia alebo skratte ¢as

nad likvidom na <60 sekund.

Revidované 9. decembra 2015




ate ,--:".Q-':uuu—

AMTECH

Advanced SMT Solder Products Hlavni ulice 500, apartma 18

P. 0. Box 989
Deep River, CT 06417 USA

Bezplatna linka: 800.435.0317
Telefon: 860.526.8300
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RMA-223, Rosin mirné aktivni pajeci pasta wwnw.amtechsolder.con
Hlavni vlastnosti produktu Dostupné slitiny
Klasifikace toku n ROLO Sliiting Teplota °C Teplota °F
n Vyjime&na ostrost tisku 63Sn/37Pb 183 361
n Vynikajici smacivost na vétSiné povrchovych Uprav desek 62Sn/36Pb/2Ag 179 354
n Nizké pérovitost 62,85n/36,8Pb/0,4Ag 179-183 354-361
n Dlouhd Zivotnost Sablony 60Sn/40Pb 183-191 361-376
Siroké procesni okno 43Sn/43Pb/14Bi 144-163 291-325
V souladu s nafizenim REACH 42Sn/58Bi 138 280
n Kompatibilni s pfiloZzenymi tiskovymi hlavami 10Sn/88Pb/2Ag 268-290 514-554
n K dispozici je pajeci pasta pro tisk a davkovani

Obal

500gramové sklenice
700gramové kartuse

Stikacky o objemu 35 nebo 100 gramdi
Kazety ProFlow

Vysledky testu

Test J-STD-004 nebo Pozadavek na test Vysledek
dalSi pozadavky (jak je uvedeno)
Mé&déné zrcadlo IPC-TM-650: 2.3.32 L: Zadny préilom
Koroze IPC-TM-650: 2.6.15 L: Bez koroze
Kvantitativni halogenidy IPC-TM-650: 2.3.28.1 L: <0,05 %
Elektrochemicka migrace IPC-TM-650: 2.6.14.1 L: Pokles o <1 dekadu
(Necisténo)
Povrchovy izola¢ni odpor 85 ° C, IPC-TM-650: 2.6.3.7 L: 100 MQ (bez Cisténi)
85% relativni vihkosti pfi 168 hodinach
Hodnota lepivosti IPC-TM-650: 2.4.44 48g
Viskozita - Malcom pfi 10 ot./min/25 ° C IPC-TM-650: 2.4.34.4 Tisk: 200-275
(x10® mPa/s) - Sn63/Pb37 T3/T4 Davkovani: 110-150
Vizualni IPC-TM-650: 3.4.2.5 Jasné a volné
ze srazek
Dodrzovéni predpisti pro konfliktni mineraly V souladu s koalici pro obcanstvi elektronického prdmyslu (EICC)
Soulad s na¥izenim REACH Clanky 33 a 67 nafizeni Neobsahuje Zadnou latku >0,1
(ES) €. 1907/2006 % hmotn./hmotn., kterd je

uvedena jako SVHC nebo jejiz
pouziti v pajecich materidlech je omezeno.




Machine Translated by Google

RMA-223, Rosin mirné aktivni pajeci pasta

Obsluha tiskarny Distribuce nizkooxidovych praski Amtech
Nasleduji obecné pokyny pro optimalizaci Sablonové tiskarny s Velikost mikron( Typ PoZadavky na hristé
RMA-223. Na zakladé poZzadavki vaseho procesu mohou 45-75p Typ 2 24 mil a vice
byt nutné uréité Gpravy. 25-454 Typ-3 16-24 mil
20-38y Typ 4 12-16 mil
15-25u Typ-5 8-12 mil
Rychlost tisku: 25-100 mm/s 5-15u Typ-6 5-8 mil
Tlak stérky: 70-250 g/cm stérky 2-11p Typ-7 <5 mil
Otirani pod Sablonou: Kazdych 10-25 vytiskd Poznamka: Typ 6 a typ 7 nemusi byt k dispozici u nékterych slitin.

nebo dle potFeby Jiné distribuce prasku jsou k dispozici na vyzadani.

Zivot $ablony Skladovani
> 8 hodin pfi 30-45 % relativni vihkosti a 20-25 ° C Pajeci pasta by méla byt skladovana pfi teploté 3-8 © C (37-46 °
~ 4 hodiny pFi 45-75 % relativni vinkosti a 20-25 ° C F), aby se dosahlo maximalni trvanlivosti v chladni¢ce $est mésica.

Neoteviena pajeci pasta skladovana pri pokojové teploté, 25 ° C

Cigténi (77 ° F) ma trvanlivost jeden mésic. Stfikacky a kartuse by mély byt
RMA-223 je mirné aktivni pajeci pasta Rosin, kterou Ize ponechat na skladovany svisle v chladni¢ce s davkovacim hrotem dol(l. Nechte
desce desek pro mnoho SMT sestav. pajeci pastu 4-8 hodin ohfat na provozni teplotu 20-25 ° C (68-

Pro aplikace vyZadujici ¢isténi Ize RMA-223 €istit pomoci odstrafiovacu 77 ° F). B€hem ohFivani pajeci pasty na provozni teplotu udrzujte
zbytkd tavidla, jako jsou Inventec Disper 607 a Disper 610. nadobu s pajeci pastou uzavienou. PAJEC] PASTU NIKDY NEZMRAZUJTE.

Doporuceny profil . -
Profil pro slitiny Sn63 a Sn62
Tento profil je navrZen jako vychozi bod pro

250° Teplota horni strany desky
. . . e s maximalné 212-230 °C
optimalizaci procesu s pouzitim RMA-223.
Pro dosazeni IepSICh vysledku pl"l ‘729(::9: Teplota kapaliny pro slitiny Sn63 a Sn62
odstranovani dutin nebo pro snizeni tvorby =
mil stoupéni v z6n& pred
nadhrobkd zvazte pouZziti delSi namaceci zény 150
1L Sl iagiopiplaispip iy - PIRNRR PR iR =i [ P | s ———

(140-180 ° C) po dobu 60-90 sekund s

Doba nad likvidem by méla byt
45 - 90 sekund v zavislosti na
hustota, velikost a poZet obyvatel

rychlym predehfatim. 100 e \
Ppfi < 3,0 °C/sekundu
Rychla rampa
Pokud existuji znamky pajeni 507 ZLLHS
. L, . - , o, Predehrati Namogit Pretaveni Ochladit
odvlhc¢ovani, zvazte snizeni maximalni teploty o |t | - >

0°
pretavovani nebo zkratte dobu nad

likvidem na <60 sekund.

Revidovano 9. prosince 2015




AMTECH

Advanced SMT Solder Products

RMA-223, Rosin enyhén aktiv forrasztépaszta

Termékadatlap

Termék kiemelt jellemz6i

n ROLO fluxus osztalyozas

Kivételes nyomtatasi felbontas

n Kivalé nedvesedés a legtébb kartonfellleten n Alacsony

paratartalom

HosszU sablonélettartam
Széles folyamatablak
REACH - megfelel6ség

n Kompatibilis a zart nyomtatofejekkel

Nyomtatasra és adagolasra alkalmas forrasztépaszta kaphaté

Teszteredmények

J-STD-004 teszt vagy

Elérhetd otvozetek

INVENTEC

500 Main Street, 18. lakosztaly
989. postafiok

Deep River, CT 06417, Amerikai Egyesiilt Allamok

Dijmentes szam: 800.435.0317
Telefon: 860.526.8300

Fax: 860.526.8243
www.amtechsolder.com

Hémérséklet Hémérséklet °F

63Sn/ 183 361
37Pb 625n/36Pb/ 179 354
2Ag 62.85n/36.8Pb/0.4Ag 179-183 354-361
60Sn/40Pb 183-191 361-376
43Sn/43Pb/14Bi 144-163 291-325
42Sn/58Bi 138 280
10Sn/88Pb/2Ag 268-290 514-554

Csomagolas

500 grammos uvegek

700 grammos patronok

35 vagy 100 grammos fecskendék

ProFlow kazettdk

Vizsgalati kdvetelmény

Eredmény

Réz tikor IPC-TM-650: 2.3.32 L: Nincs attorés

Korrézid IPC-TM-650: 2.6.15 L: Nincs korrézié

Mennyiségi halogenidek IPC-TM-650: 2.3.28.1 L: <0,05%

Elektrokémiai migracio IPC-TM-650: 2.6.14.1 L: <1 évtizedes csbkkenés
(Nem tisztitott)

Fellileti szigetelési ellenallas 85 ° C, IPC-TM-650: 2.6.3.7 L: 100 MQ (tisztitas nélkal)

85% relativ paratartalom 168 éran keresztul

Tapadasi érték IPC-TM-650: 2.4.44 489

Viszkozitas - Malcom @ 10 RPM/25 ° C (x103 IPC-TM-650: 2.4.34.4 Nyomtatds: 200-275

mPa/s) - Sn63/Pb37 T3/T4 Adagolas: 110-150

Vizualis IPC-TM-650: 3.4.2.5 Tiszta és ingyenes

csapadéktol

Konfliktusos asvanykincsek megfelelésége

Elektronikus Ipari Polgari Koalicié (EICC) megfelel az el6irasoknak

REACH-megfelel6ség

Arendelet 33. és 67. cikke
1907/2006/EK rendelet

Nem tartalmaz 0,1% t/t-nal nagyobb
mennyiség(, kiilénés aggodalomra okot
ad6 anyagként (SVHC) felsorolt vagy

forrasztéanyagokban valé felhasznalasra korlatozott anyagot




Machine Translated by Google

RMA-223, Rosin enyhén aktiv forrasztépaszta

Nyomtaté mikodése

Az aldbbiakban altaldnos irdnyelveket talal a sablonnyomtaté
RMA-223-mal térténd optimalizalasdhoz. A
folyamatkovetelményektél fliggéen bizonyos médositasokra

lehet sziikség.

Nyomtatasi sebesség: 25-100 mm/s
Lehtizényomds: 70-250 g/cm penge
Sablon alatti torlés: 10-25 nyomatként egyszer,

vagy szUkség szerint

Stencil Life
> 8 6ra 30-45% relativ paratartalom és 20-25 ° C mellett

~ 4 6ra 45-75% relativ paratartalom és 20-25 ° C mellett

Tisztitas

Az RMA-223 egy enyhén aktiv gyantas forrasztépaszta, amely
szamos SMT szerelvényhez a panelen hagyhato.

Tisztitast igényl6 alkalmazasokhoz az RMA-223 fluxusmaradvany-
eltavolitokkal, példaul Inventec Disper 607 és Disper 610

termékekkel tisztithato.

Amtech alacsony oxidtartalmu por forgalmazasa

Mikron meret Tipus Palyakévetelmények
45-75p 2. tipusu 24 millié és felette
25-45p 3. tipus 16-24 millio

20-38p 4-es tipus 12-16 millié

15-254 5-5s tipus 8-12 millié

5-15p 6-0s tipus 5-8 milli6

2-11p 7-es tipus <5 millié

Megjegyzés: El6fordulhat, hogy a 6-0s és 7-es tipus bizonyos 6tvozetekben nem érhet6 el.
Egyéb por kiszerelések kérésre elérhet6Sk.

Tarolas

A forrasztépasztat 3-8 ° C (37-46 ° F) kozott kell térolni a
maximalis, hat hénapos h(itészekrényben torténd eltarthatésag
eléréséhez. A bontatlan forrasztépaszta szobahémérsékleten, 25
° C-on (77 ° F) tarolva egy hénapig eltarthaté. A fecskenddket és a
patronokat fliggélegesen, az adagoldécsuccsal lefelé kell tarolni

a h(tészekrényben. Hagyjon 4-8 6rat, amig a forrasztépaszta
eléri a 20-25 ° C (68-77 ° F) lzemi h6mérsékletet. A
forrasztépaszta izemi h6mérsékletre valé melegitése kdzben tartsa
lezarva a forrasztépaszta tartalyat. SOHA NE FAGYASSZA LE A
FORROPASZTAT.

Ajanlott profil

Sn63 és Sn62 dtvozetek profilja

Ez a profil kiindulépontként szolgal az

Atébla felsé h6mérséklete
30°C-on

maximum 212-230°C-

Atébla felsd h6mérséklete
legfinomabb esetben 170°C-on
mil osztés a z6naban az
4 eléitt

250°
RMA-223 felhasznalasaval végzett
folyamatoptimalizalashoz. A jobb 1 729%9 e
eredmények elérése érdekében a
vodorképzédéssel vagy a sirkévesedés 150

140°

csokkentésével érdemes hosszabb |

Alividus feletiddnek a koverkezanek kell lenie:
45-90 mésodperc, att6l figgéen
igazgatésagi sirtiség, méret és népesség

4ztatasi zonat (140-180 ° C) hasznalni 100

60-90 masodpercig, gyors el6melegitési szakaszsal.

Gyors rémpa
T

Homérséklet-emelkedés
@ <3,0°C/mésodperc

50°7

Ha forrasztasra utalé jelek vannak

Elémelegités

Aztatas Ujratordelés Hiivos

Nedvességmentesités esetén érdemes lehet

0°
csokkenteni a csucs Ujradmlési

hémérsékletet, vagy csékkenteni a likvidusz

feletti id6t <60 masodpercre.

Médositva: 2015. december 9.



AMTECH

Advanced SMT Solder Products

RMA-223, pasta de lipit cu colofoniu usor activ

Fisa tehnica a produsului

Caracteristici principale ale produsului

Clasificarea fluxului n ROLO

Definitie exceptionala a imprimarii

n Umezire excelentd pe majoritatea finisajelor de placi n

Formare redusa de goluri
Durata lunga de viata a sablonului

n Fereastra larga de procesare
Conform cu REACH

Compatibil cu capetele de imprimare incluse

Pasta de lipit de calitate pentru imprimare si dozare disponibila

Rezultatele testelor

Testul ]-STD-004 sau

Cerinta de testare

Aliaje disponibile

INVENTEC

Strada Principald 500, Apartamentul 18
C.P.989

Deep River, CT 06417 SUA

Numar gratuit: 800.435.0317
Telefon: 860.526.8300

Fax: 860.526.8243
www.amtechsolder.com

Aliaj Temperatura Temperatura °F
63Sn/37Pb 183 361
625n/36Pb/2Ag 179 354
62.85n/36.8Pb/0.4Ag 60Sn/ 179-183 354-361
40Pb 435n/ 183-191 361-376
43Pb/14Bi 425n/ 144-163 291-325
58Bi 10Sn/ 138 280
88Pb/2Ag 268-290 514-554
Ambalaj

borcane de 500 de grame
Cartuse de 700 de grame

Seringi de 35 sau 100 de grame

Casete ProFlow

Rezultat

alte cerinte (asa cum sunt mentionate)

Oglinda de cupru

IPC-TM-650: 2.3.32

L: Nicio descoperire

Coroziune

IPC-TM-650: 2.6.15

L: Fara coroziune

Halogenuri cantitative

IPC-TM-650: 2.3.28.1

L: <0,05%

Migrarea electrochimica

IPC-TM-650: 2.6.14.1

L: scadere <1 deceniu
(Fara curatare)

Rezistenta la izolatia suprafetei 85 ° C,
85% umiditate relativa la 168 de ore

IPC-TM-650: 2.6.3.7

L: 100 MQ (Fara curatare)

Valoare Tack

IPC-TM-650: 2.4.44

489

Vascozitate - Malcom la 10 RPM/25 ° C (x103
mPa/s) - Sn63/Pb37 T3/T4

IPC-TM-650: 2.4.34.4

Tiparire: 200-275
Distribuire: 110-150

Vizual

IPC-TM-650: 3.4.2.5

Clar si liber

din precipitatii

Conformitatea cu reglementarile privind mineralele din conflict

Conform cu Coalitia pentru Cetatenie in Industria Electronica (EICC)

Conformitate cu REACH

Articolele 33 si 67 din Regulament

(CE) nr. 1907/2006

Nu contine substante >0,1%
g/g care sunt listate ca SVHC
sau restrictionate pentru
utilizare Tn materiale de lipit




Machine Translated by Google

RMA-223, pasta de lipit cu colofoniu usor activ

Functionarea imprimantei

Urmatoarele sunt instructiuni generale pentru optimizarea
imprimantei cu sabloane cu RMA-223. Este posibil sa fie
necesare unele ajustari in functie de cerintele procesului

dumneavoastra.

Viteza de imprimare: 25-100 mm/sec
Presiune racleta: 70-250 g/cm de lama
Stergere sub sablon: O data la 10-25 de imprimari,

sau dupa cum este necesar

Durata de viata a sablonului
> 8 ore la 30-45% umiditate relativa si 20-25 ° C

~ 4 ore la 45-75% umiditate relativa si 20-25 ° C

Curatenie

RMA-223 este o pasta de lipit cu colofoniu usor activ care poate fi
lasata pe placa pentru multe ansambluri SMT.

Pentru aplicatiile care necesita curatare, RMA-223 poate fi curatat
folosind agenti de indepartare a reziduurilor de flux, cum ar fi

Inventec Disper 607 si Disper 610.

Distributie de pulbere cu continut scazut de oxid Amtech

Dimensiune micron

Cerinte privind terenul de joc

24 de milioane si peste

45-75p Tipul 2
25-45p Tipul 3 16-24 milioane
20-38p Tipul 4 12-16 milioane
15-25p Tipul 5 8-12 milioane
5-15p Tipul 6 5-8 milioane
2-11p Tipul 7 <5 milioane

Nota: Este posibil ca tipurile 6 si 7 sa nu fie disponibile in anumite aliaje.
Alte distributii de pulbere sunt disponibile la cerere.

Depozitare

Pasta de lipit trebuie depozitata intre 3-8 ° C (37-46 ° F) pentru a

obtine o duratd maxima de valabilitate la frigider de sase luni. Pasta de
lipit nedeschisa, depozitata la temperatura camerei, la 25 ° C (77 °

F), va avea o durata de valabilitate de o luna. Seringile si cartusele
trebuie depozitate vertical in frigider, cu varful de dozare in jos.
Asteptati 4-8 ore pentru ca pasta de lipit sa atinga o temperatura

de functionare de 20-25 ° C (68-77 ° F). Pastrati recipientul cu pasta

de lipit sigilat in timp ce Incalziti pasta de lipit la temperatura de

functionare. NU CONGELATI NICIODATA PASTA DE LIPIT.

Profil recomandat

Profil pentru aliajele Sn63 si Sn62

Acest profil este conceput pentru a servi ca
250°

punct de plecare pentru optimizarea

procesului utilizand RMA-223. Pentru a

Temperatura de pe partea superioard a placil
sa fie la maximum 212 - 230°C

obtine rezultate mai bune cu golirea sau pentru

o
200° | remperstura Liquidus pentru liajele 5163 1 snz2
S e i

Temperatura de pe partea superioara a placil
safie la 170°Cla cel mult
pasul de milimetru in zona
nainte de reflow

a reduce formarea de goluri, luati in considerare 150"

140°

utilizarea unei zone de Tnmuiere mai

Timpul peste lichidus ar trebui 3 fie
45 - 90 de secunde, in functie de
densitatea, dimensiunea sipopulayia consiluuide administrafie

lungi (140-180 ° C) timp de 60-90 de 100

secunde, cu o etapa de preincalzire rapida.

Rampa rapida

Rampa de temperatura
Ia < 3,0°C/secunda

Daca exista dovezi de lipire 50°7 pana 1a T00°C
PN . Preincalzire
Pentru deumectare, luati in considerare

inmuiati Reflow Rece
- |-

0°
scaderea temperaturii de varf de refluxu

sau reduceti timpul deasupra lichidusului la

<60 de secunde.

Revizuit la 9 decembrie 2015
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AMTECH

Advanced SMT Solder Products

RMA-223, rahlo aktivna spajkalna pasta Rosin

Podatkovni list izdelka

Poudarki izdelka
Klasifikacija fluksa n ROLO

Izjemna locljivost tiska

n Odli€éno omocenje na vecini povrsinskih obdelav plos¢

n Nizko praznjenje

Dolga Zivljenjska doba Sablone
n Siroko procesno okno
n Skladen z REACH

n ZdruZljivo s priloZenimi tiskalnimi glavami

n Na voljo je spajkalna pasta za tiskanje in doziranje

Rezultati testov

Test J-STD-004 ali

druge zahteve (kot je navedeno

Zahteva za testiranje

Razpolozljive zlitine

INVENTEC

Glavna ulica 500, apartma 18
Postni predal 989

Deep River, CT 06417 ZDA

Brezplacna Stevilka: 800.435.0317
Telefon: 860.526.8300
Faks: 860.526.8243
www.amtechsolder.com

Zlitina Temperatura Temperatura °F
63Sn/37Pb 183 361
625n/36Pb/2Ag 179 354
62,85n/36,8Pb/0,4Ag 60Sn/ 179-183 354-361
40Pb 435n/ 183-191 361-376
43Pb/14Bi 425n/ 144-163 291-325
58Bi 10Sn/ 138 280
88Pb/2Ag 268-290 514-554
Embalaza

500-gramski kozarci

700-gramske kartuse

35- ali 100-gramske brizge

Kasete ProFlow

Rezultat

Bakreno ogledalo

IPC-TM-650: 2.3.32

L: Brez preboja

Korozija

IPC-TM-650: 2.6.15

L: Brez korozije

Kvantitativni halogenidi

IPC-TM-650: 2.3.28.1

L: <0,05 %

Elektrokemi¢na migracija

IPC-TM-650: 2.6.14.1

L: padec za <1 dekado
(Necisc¢eno)

Povrsinska izolacijska upornost 85 ° C,
85 % relativne vlaznosti pri 168 urah

IPC-TM-650: 2.6.3.7

L: 100 MQ (brez ¢iS¢enja)

Vrednost lepljivosti

IPC-TM-650: 2.4.44

48 g

Viskoznost - Malcom pri 10 vrt/min/25° C
(x10® mPa/s) - Sn63/Pb37 T3/T4

IPC-TM-650: 2.4.34.4

Tisk: 200-275
Doziranje: 110-150

Vizualno

IPC-TM-650: 3.4.2.5

Jasno in brezpla¢no

zaradi padavin

Skladnost s predpisi o konfliktnih mineralih

Skladno s Koalicijo za drzavljanstvo elektronske industrije (EICC)

Skladnost z REACH

Clena 33in 67 Uredbe
(ES) $t. 1907/2006

Ne vsebuje snovi > 0,1 % m/
m, ki je navedena kot SVHC ali
katere uporaba v spajkalnih
materialih je omejena.




Machine Translated by Google

RMA-223, rahlo aktivna spajkalna pasta Rosin

Delovanije tiskalnika Distribucija prahu z nizko vsebnostjo oksidov Amtech
Sledijo splosne smernice za optimizacijo tiskalnika $ablon z Vel mIlemDy Vrsta Zahteve za predstavitve
RMA-223. Glede na zahteve vasega procesa bodo 45-75p Tip-2 24 mil in vet
morda potrebne nekatere prilagoditve. 25-45p Tip-3 16-24 mil
20-38 Tip-4 12-16 mil
15-25p Tip-5 8-12 mil
Hitrost tiskanja: 25-100 mm/s 5-15p Tip-6 5-8 mil
Tlak strgala: 70-250 g/cm? rezila 2-11p Tip-7 <5mil
Brisanje pod Sablono: Enkrat na vsakih 10-25 odtisov Opomba: Tipa 6 in tip 7 morda nista na voljo v nekaterih zlitinah.
ali po potrebi Druge porazdelitve prahu so na voljo na zahtevo.
Zivljenje $ablone Shranjevanje
> 8 ur pri 30-45 % relativne vlaznosti in 20-25° C Spajkalno pasto je treba shranjevati pri temperaturi med 3
~ 4 ure pri 45-75 % relativne vlaznosti in 20-25° C in 8 ° C (37-46 ° F), da se v hladilniku ohrani najdaljsi rok uporabnosti
Sest mesecev. Neodprta spajkalna pasta, shranjena pri sobni
Ciscenje temperaturi 25 ° C (77 ° F), ima en mesec uporabnosti. Brizge in
RMA-223 je blago aktivna spajkalna pasta Rosin, ki jo lahko pustite kartuse je treba shranjevati navpicno v hladilniku z dozirno
na plos¢i pri mnogih SMT sestavih. konico navzdol. Pocakajte 4-8 ur, da spajkalna pasta doseze
Za aplikacije, ki zahtevajo ¢is¢enje, lahko RMA-223 oistite z delovno temperaturo 20-25 ° C (68-77 ° F). Posodo s spajkalno
odstranjevalci ostankov talila, kot sta Inventec Disper 607 in pasto imejte zaprto, medtem ko jo segrevate na delovno temperaturo.
Disper 610. SPAJALNE PASTE NIKOLI NE ZAMRZUJTE.

Priporocen profil ) . )
Profil za zlitine Sn63 in SN62

Ta profil je zasnovan kot izhodis¢e za

250° Temperatura zgornje strani plosée
naj bo pri najveé 212-230 °C

optimizacijo procesa z uporabo

RMA-223. Za doseganje boljsih rezultatov

‘7290‘9; Temperatura likvidusa za zlitine Sn63 in Sn62
pri odstranjevanju praznjenja ali za zmanjSanje e
mil korak v obmogju pred

nabiranja prahu razmislite o uporabi daljSega 150 =
AL gl i by IR PR iR =i [ P | R ———
obmocja namakanja (140-180 ° C) za 1 Coshoa kivoo mo
) ) gostota vlkostn polac upraunega odora
60-90 sekund s hitro fazo predgrevanja. 100! \ \
Temperaturna rampa
pri < 3,0 °C/sekundo
o Hitra rampa
Ce obstajajo dokazi o spajkanju 50 / 07007
. X L . . e Namakanje Preoblikovanie Kul
razvlaZevanje, razmislite o znizanju najvisje |t |t - >
0°

temperature reflow ali skrajSajte ¢as

nad likvidusom na <60 sekund.

Revidirano 9. decembra 2015
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AMTECH

Advanced SMT Solder Products

RMA-223, pate a braser légérement active a base de colophane

INVENTEC
500, rue Main, bureau 18
Boite postale 989

Deep River, CT 06417 Etats-Unis

Numeéro gratuit : 800.435.0317
Téléphone : 860.526.8300
Télécopieur : 860.526.8243
www.amtechsolder.com

Fiche technique du produit

Points forts du produit
n Classification des flux ROLO

n Définition d'impression exceptionnelle

n Excellent mouillage sur la plupart des finitions de panneaux n Faible

formation de vides

n Longue durée de vie du pochoir

n Large fenétre de processus

n Conforme a REACH

n Compatible avec les tétes d'impression fermées

n Pate a souder de qualité impression et distribution disponible

Résultats des tests

Test J-STD-004 ou

autres exigences (comme indiqué

Exigence de test

Alliages disponibles

Alliage Température Température °F
63Sn/37Pb 183 361
62Sn/36Pb/2Ag 179 354
62,85n/36,8Pb/0,4Ag 60Sn/ 179-183 354-361
40Pb 43Sn/ 183-191 361-376
43Pb/14Bi 42Sn/ 144-163 291-325
58Bi 10Sn/ 138 280
88Pb/2Ag 268-290 514-554

Conditionnement
pots de 500 grammes

Cartouches de 700 grammes

Seringues de 35 ou 100 grammes

Cassettes ProFlow

Miroir en cuivre

IPC-TM-650 : 2.3.32

L : Pas de percée

Corrosion

IPC-TM-650 : 2.6.15

L : Pas de corrosion

Halogénures quantitatifs

IPC-TM-650 : 2.3.28.1

L:<0,05%

Migration électrochimique

IPC-TM-650 : 2.6.14.1

L : chute de < 1 décennie
(Non nettoyé)

Résistance d'isolement de surface 85 o C,
85 % HR a 168 heures

IPC-TM-650 : 2.6.3.7

L : 2 100 MQ (sans nettoyage)

Valeur de l'attache

IPC-TM-650 : 2.4.44

48 g

Viscosité - Malcom a 10 tr/min/25 o C (x103
mPa/s) - Sn63/Pb37 T3/T4

IPC-TM-650 : 2.4.34.4

Tirage : 200-275
Distribution : 110-150

Visuel

IPC-TM-650 : 3.4.2.5

Clair et gratuit

des précipitations

Conformité aux réglementations sur les minéraux de conflit

Conforme a la Coalition pour la citoyenneté de l'industrie électronique (EICC)

Conformité REACH

Articles 33 et 67 du reglement

(CE) n° 1907/2006

Ne contient aucune substance

> 0,1 % p/p répertoriée comme

SVHC ou dont I'utilisation est

restreinte dans les matériaux de soudure




Machine Translated by Google

RMA-223, pate a braser Iégérement active a base de colophane

Fonctionnement de l'imprimante

Voici quelques conseils généraux pour l'optimisation de votre
imprimante a pochoirs avec la RMA-223. Certains

ajustements peuvent étre nécessaires en fonction des exigences

de votre processus.

Vitesse d'impression : 25-100 mm/sec
Pression de la raclette : 70-250 g/cm de lame
Sous le pochoir : une fois toutes les 10 a 25 impressions,

ou si nécessaire

La vie au pochoir
> 8 heures a 30-45 % HR et 20-250 C
~ 4 heures a 45-75 % HR et 20-250 C

Nettoyage

RMA-223 est une pate a souder a base de colophane légérement active
qui peut étre laissée sur la carte pour de nombreux assemblages SMT.
Pour les applications nécessitant un nettoyage, le RMA-223 peut étre
nettoyé a I'aide de produits anti-résidus de flux tels que Inventec

Disper 607 et Disper 610.

Distribution de poudre a faible teneur en oxyde Amtech

Taille du micron Taper Exigences relatives au pitch
45-75p Type 2 24 millions et plus

25-45) Type 3 16 & 24 millions

20-38u Type 4 12 4 16 millions

15-25p Type 5 8 & 12 millions

5-15p Type 6 5 & 8 millions

2-11p Type 7 < 5 millions

Remarque : les types 6 et 7 peuvent ne pas étre disponibles dans certains alliages.
D'autres distributions de poudre sont disponibles sur demande.

Stockage

La pate a braser doit étre conservée entre 3 et 8 ° C (37 et 46 ° F)

pour une durée de conservation maximale au réfrigérateur de six mois.
Une péate a braser non ouverte, conservée a température ambiante

(25 ° C ), se conserve un mois. Les seringues et les cartouches doivent
étre conservées verticalement au réfrigérateur, embout vers le bas.
Comptez 4 a 8 heures pour que la pate a braser atteigne une

température de fonctionnement de 20 a 25° C (68 a 77 ° F).

Maintenez le récipient de pate a braser fermé pendant le réchauffement de

la pate & braser. NE JAMAIS CONGELER LA PATE A SOUDER.

Profil recommandé

Profil pour les alliages Sn63 et Sn62

Ce profil est congu pour servir de point de .

départ a I'optimisation du procédé avec le

RMA-223. Pour obtenir de meilleurs résultats

Température supérieure de la carte
atre & 212 - 230 °C maximum

en termes de vide ou de réduction de I'effet de

o
200° | remperature u iquidus pour les aliages Sn63 et 62
- BEtmmmaR e e

Température supérieure de la carte
&tre 4 170°C au mieux

pas mil dans la zone avant
refusion

désagrégation, envisagez d'utiliser une zone de 150

140°

trempage plus longue (140-180 ° C) |

Le temps au-dessus du liquidus devrait éire
45 4 90 secondes selon
densité, taille et population du conseil

pendant 60 a 90 secondes, avec une phase 100

de préchauffage rapide.
Rampe rapide

Rampe de température
4<3,0 “Clseconde

S'il'y a des traces de soudure 50 fusau' 100C
Préchauffage

démouillage, envisagez de réduire la température

Tremper Refusion Cool

de refusion maximale ou réduisez le

temps au-dessus du liquidus a < 60 secondes.

Révisé le 9 décembre 2015



AMTECH

Advanced SMT Solder Products

RMA-223, blago aktivna pasta za lemljenje na bazi kolofonija

INVENTEC
Glavna ulica 500, apartman 18

Postanski pretinac 989

Deep River, CT 06417 SAD

Besplatni broj: 800.435.0317
Telefon: 860.526.8300

Faks: 860.526.8243
www.amtechsolder.com

Podatkovni list proizvoda

Najvaznije znacajke proizvoda
Klasifikacija fluksa ROLO

Iznimna definicija ispisa

n Izvrsno kvaSenje na vecini zavrinih obrada plo¢a n

Nisko stvaranje Supljina
Dug vijek trajanja Sablone
Siroki prozor procesa

U skladu s REACH-om

n Kompatibilno s prilozenim glavama za ispis

n Dostupna je pasta za lemljenje kvalitete za ispis i nano$enje

Rezultati testa

Test J-STD-004 ili

Zahtjev za testiranje

Dostupne legure

Legura Temperatura Temperatura °F
63Sn/37Pb 183 361
625n/36Pb/2Ag 179 354
62.85n/36.8Pb/0.4Ag 605Sn/ 179-183 354-361
40Pb 43Sn/ 183-191 361-376
43Pb/14Bi 425n/58Bi 144-163 291-325
10Sn/88Pb/ 138 280

2Ag 268-290 514-554

Pakiranje

Staklenke od 500 grama

patrone od 700 grama

Sprice od 35 ili 100 grama

ProFlow kasete

Proizlaziti

ostali zahtjevi (kao Sto je navedeno)

Bakreno ogledalo

IPC-TM-650: 2.3.32

L: Nema proboja

Korozija

IPC-TM-650: 2.6.15

L: Bez korozije

Kvantitativni halogenidi

IPC-TM-650: 2.3.28.1

L: <0,05%

Elektrokemijska migracija

IPC-TM-650: 2.6.14.1

L: Pad za <1 desetljece
(Nije ociS¢eno)

Povrsinski izolacijski otpor 85 ° C,
85% relativne vlaznosti @ 168 sati

IPC-TM-650: 2.6.3.7

L: 100 MQ (bez ¢iS¢enja)

Vrijednost ljepljivosti

IPC-TM-650: 2.4.44

48 g

Viskoznost - Malcom @ 10 RPM/25 ° C (x103
mPa/s) - Sn63/Pb37 T3/T4

IPC-TM-650: 2.4.34.4

Tisak: 200-275
Doziranje: 110-150

Vizualno

IPC-TM-650: 3.4.2.5

Jasno i besplatno

od oborina

Uskladenost s propisima o konfliktnim mineralima

U skladu s Koalicijom za gradansko pravo elektronicke industrije (EICC)

Uskladenost s REACH-om

Clanci 33.1i 67. Uredbe
(EZ) br. 1907/2006

Ne sadrZi tvari >0,1% w/w
koje su navedene kao SVHC ili
su ogranicene za upotrebu u
materijalima za lemljenje




Machine Translated by Google

RMA-223, blago aktivna pasta za lemljenje na bazi kolofonija

Rad pisaca
Slijede opce smjernice za optimizaciju matricnog pisaca s
RMA-223. Moguce su neke prilagodbe na temelju vasih

procesnih zahtjeva.

Brzina ispisa: 25-100 mm/s
Pritisak gumene 3patule: 70-250 g/cm? lopatice
Brisanje ispod Sablona: Jednom svakih 10-25 ispisa,

ili po potrebi

Zivot 3ablone
> 8 sati pri 30-45% relativne vlaznosti i 20-25 ° C
~ 4 sata pri 45-75% relativne vlaznosti i 20-25 ° C

Ciscenje

RMA-223 je blago aktivna pasta za lemljenje Rosin koja se mozZe
ostaviti na plo¢i za mnoge SMT sklopove.

Za primjene koje zahtijevaju €iS¢enje, RMA-223 se moZze odistiti
sredstvima za uklanjanje ostataka fluksa kao 3to su Inventec

Disper 607 i Disper 610.

Amtechova distribucija praha s niskim udjelom oksida

Reliioinidah Tip Zahtjevi za prezentaciju
45-75u Tip-2 24 mil i vise

25-45y Tip-3 16-24 mil

20-38y Tip-4 12-16 mil

15-25 Tip-5 8-12 mil

5-15y Tip-6 5-8 mil

211y Tip-7 < 5 mil

Napomena: Tip-6 i tip-7 moZda nisu dostupni u odredenim legurama.
Druge distribucije praha dostupne su na zahtjev.

Pohrana

Lemnu pastu treba €uvati na temperaturi od 3-8 ° C (37-46 °

F) kako bi se postigao maksimalni rok trajanja u hladnjaku od Sest
mjeseci. Neotvorena lemna pasta pohranjena na sobnoj

temperaturi, 25 ° C (77 ° F) imat ¢e rok trajanja od mjesec dana.
Strcaljke i patrone treba ¢uvati okomito u hladnjaku s vrhom za
doziranje prema dolje. Ostavite 4-8 sati da lemna pasta

dostigne radnu temperaturu od 20-25 ° C (68-77 ° F). Drzite

spremnik s lemnom pastom zatvoren dok zagrijavate lemnu pastu na
radnu temperaturu. NIKADA NE ZAMRZAVAJTE LEMNU PASTU.

Preporuceni profil

Ovaj profil je osmisljen kao pocetna tocka

Profil za legure Sn63 i Sn62

250°
za optimizaciju procesa koristenjem

Temperatura gornje strane ploce
biti na maksimalno 212 - 230°C

RMA-223. Za postizanje boljih rezultata s

uklanjanjem Supljina ili smanjenjem

o
PUORN e mperatura likvidusa za legure Sn631 Sn62
179183° hrm c e e e m - - —--

Temperatura gornje strane ploce
bt na optimalnoj temperatur od 170°C
mil korak u zoni prije reflowa

nakupljanja kamenca, razmislite o koristenju 150!
140°

dulje zone namakanja (140-180 ° C)

Vrijeme iznad likvidusa treba biti
45 - 90 sekundi, ovisno o
qustoca, velicina i broj stanovnika na ploti

tijekom 60-90 sekundi, s brzim 100! X
Temperaturna rampa
@ <3,0°C/sekunda
predgrijavanjem.
. ) . . o Brza rampa
Ako postoje dokazi lemljenja 50 o
Predgrijavanje Upiti Preoblikovanje Hladno

odvlaZivanje, razmotrite snizavanje vrine

. - 0°
temperature reflow-a ili smanjite

vrijeme iznad likvidusa na <60 sekundi.

Revidirano 9. prosinca 2015.
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Advanced SMT Solder Products

INVENTEC
500 Main Street, Souita 18
Tayupopitkr) Oupisa 989

Nt PiBep, Kovéktikat 06417 HMA

Awpedv KArjon: 800.435.0317
TnA¢pwvo: 860.526.8300
dag: 860.526.8243

www.amtechsolder.com

KUpla onpeta mpoidvtog

n Ta§wopnon porg ROLO

n E§atpetikn eukpivela ektUTwong

n E§atpetikn) SlaBpoxn ota mepLocotepa Yvipiopata cavisag
n XapnAn StaBpoxn

n MeydAn Stdpketa {wrg oTéVoh

n Eupl mapdbupo Siepyaciag

N ZUHHOPQUVETAL pE TO TIpSTUTIO REACH

TUHBATO PE TLG ECWKAELOTEG KEPAAEG EKTUTIWONG

AwatiBetat mdota cuyKOAANONG TTOLOTNTAG EKTUTIWONG KAl SLAVOUTG

ATtoteAéopata SOKLPWY

Aokupn J-STD-004 1)

Amaitnon Sokiung

AwaBéoipa kpdpata

Kpapa Oeppiokpacia Oeppiokpaoia °F
635n/37Pb 183 361
625n/36Pb/2Ag 179 354
62.85n/36.8Pb/0.4Ag 605n/ 179-183 354-361
40Pb 435n/ 183-191 361-376
43Pb/14Bi 425n/58Bi 144-163 291-325
10Sn/88Pb/ 138 280

2Ag 268-290 514-554

Yuokevaotia
Bada twv 500 ypappapiwv
duotyyla 700 ypappapiwv

TUpLyyeg Twv 35 i} 100 ypappapiwv
Kaoéteg ProFlow

AmotéAeopa

XAAKLVOG KaBPEPTNG IPC-TM-650: 2.3.32

A: Kapia onpavtikr avakaAupn

AaBpwon IPC-TM-650: 2.6.15

A: Kapla StaBpwon

Moootikd ahoyovidia IPC-TM-650: 2.3.28.1

L: <0,05%

HAekTpoxnuikr Metavdoteuon IPC-TM-650: 2.6.14.1

L: <1 Sekagtia mtwong
(Xwpig kabaplopa)

Avtiotaon pdvwong empavelag 85 o C, IPC-TM-650: 2.6.3.7

85% OXETLK Lypaoia @ 168 wpeg

L: 100 MQ (Xwpig kaBapLopo)

A&la mpdodeang IPC-TM-650: 2.4.44

48 yp.

IEWSeC - Malcom @ 10 RPM/25 o C (x103 mPa/s) - IPC-TM-650: 2.4.34.4

Sn63/Pb37 T3/T4

ExtUnwon: 200-275
Xopriynon: 110-150

Omtkég IPC-TM-650: 3.4.2.5

KaBapd kat Swpedv

ard TG BPOYOTITWOELG

SUPPOPPWON PE Ta OPUKTA TUYKPOUCEWV

SUPPOPYWON HE TOV TUVACTILOPO IBayévelag HAekTpovikrg Blopnxaviag (EICC)

ZUPHOPPWON HE TOV Kavoviopd REACH
(EK) aptB. 1907/2006

ApBpa 33 kat 67 TOU KaVovLopoU

Aev TiepLEXEL ouoia >0,1% w/w
TIoU va avagépetat wg SVHC iy
Va €XEL TIEPLOPLOKEVN XPriON OF
UALKA OUYKOAANONG.




Machine Translated by Google

RMA-223, KOAAa cuykOAANong Pe ATiLa evepyry pntivn Rosin

AeLToupyla EKTUTIWTH Atavopr) okévng xapnAou ofeldiou Amtech
AkOAOUBOUV YEVLKEG 08NYLEG yLa T BEATLOTOTIOINCN TOU EKTUTIWTH MeyeBog Mikpol TUmog AmaLtjoeLg ynmésou
OTEVOLA Pe To RMA-223. EVSéxeTal va XPELAOTOUV OPLOPEVES 45-75p TUMOG-2 24 ekaTOppVpLA KAl AVW
TIPOCAPHOYEG avAAoya pE TLG aTaLtroeLg TG Stepyaciag oag. 25-451 Tumog-3 16-24 exatoppipia
20-38p TUmog-4 12-16 ekatopppla
15-25p TUmog-5 8-12 exatoppdpla
Taxutnta ektdnmwong: 25-100 mm/&eut. 5-15p TUTOG-6 58 ekatopspla
Migeon Adpag: 70-250g/cm AemtiSag 2-11p TUroc-7 <5 ekaropppia
Kdtw amo to otévolh: Mia @opd Kabe 10-25 EKTUTIWOELG, Tnpeiwon: OLTuToL 6 Kat 7 evdéxetal va pnv elvat Stabeoipol o oplopéva Kpdpata.

, , AMEG SLavopég akovng elvat SLaBECLPEG KATOTILY ALTAHATOG.
N OTwWG artatteLtatr

TTEVOLA Zwn Amobrikeuon
> 8 Wpeg @ 30-45% oxetikn uypacia kat 20-25 0 C H méota ouykdAAnong TpémeL va puldooetat o Beppokpacta 3-8 ©
~ 4 wpeg @ 45-75% oxetikr) uypaotia kat 20-25 0 C C (37-46 ° F) yla péylotn Stdpketa {whc oto Yuyeio, €L prvec. H KAsloTr Ttdota

ouyKOANongG Tou YuAdooetal o€ Beppokpacia Swyatiou, otoug 25 ° C

KaBdplopa (77 ° F) éxeL SLapkeLa {wrg evog prva. OL cUPLYYEG KaL Ta QUOLyyLa TIPETTEL
To RMA-223 givat pla téota suyk6Mnong Rosin Mildly Active Ttou pmopet va guAdooovtat kaBeta oTo Puyelo pE To AKPO SLAVOUNG TIPOG Ta KATW.

va Ttapapeivel otnv TMAAKETA yLa TIOAA cuykpoThipata SMT. AQROTE 4-8 WPEG yLA VA PTACEL N TTACTA GUYKOAANGNG o€ Beppokpaoia

I epappoy£g Ttou amattoly kabaplopd, to RMA-223 propel va kaBapiotel Aettoupylag 20-25 ° C (68-77 ° F). Aatnpriote to Soxelo tng mdotag
XPNOLoTIoLWVTAG TIpoidvTa apaipeons UTTOAELHPUATWY Porig OTIwG To OUYKOAANGONG OPPayLOpPEVO VW Beppaivete TV ACTA CUYKOANNCNG O
Inventec Disper 607 kat to Disper 610. Beppokpacia Aettoupyiag. MOTE MHN KATAWYXETE THN MAZTA KOAAHZHE.

MpoTeLvOpEVO TIPOPIA ) )
Mpo@iA yLa kpapata Sn63 kat Sné2
AUTO TO TIpO@IA €xEL OXESLAOTEL yLa va

o
250 Oeppoxpacia v Mevpés TG oavisas
va eiva otoug 212 - 230°C péytoto

XPNOLHEVOEL WG onpelo ekkivnong yLa t

BeAtiotomoinon tng Stadikaotag

o’
200 @eppoxpacia Liquidus yia kpduata Sn63 kat Sn62
170183 == e ————————] -

XpnotpotoLwvtag to RMA-223. T'a va eMLTUXETE

KaAUTEPA aTOTEAECATA HE TNV KEVOTIOINON ) yLa va 150
e e e N e

0 ypbuog ndvw amd o liquidus Ba mpéneL va eivar

45 - 90 SeutepbAerta avhoya pE

nukvétra, péyeBog kal mnBuopdg tou Sowntkod oupBoukiou

HELWOETE TNV aotoxia, eEeTAoTE To |

evSEXOUEVO XProNG pLag Heyalltepng {wvng 100

Péna Beppoxpacia
@ <3,0°CsauEpdheTTo

epmotiopoU (140-180 o C) yia 60-90 SeutepoAemta, pe otadlo taxelag mpobghpuavong.

Edv uttdpyouv evSel&elg cuykOANONG 50°" / i

. ) ) e Mowkt prp s

yLd TNV arovykpaaoor), EEETACTE TO EVSEXOUEVO 7 | > -t >
0°

pelwong tng Héylotng Beppokpaciag

ETAVAPPONG I HELWOTE TOV XPOVO TIAVW atd To

liquidus og <60 SeutepoAemrta.

AvabewpriBnke otig 9 AekepBpiou 2015




AMTECH

Advanced SMT Solder Products

RMA-223, pasta lutownicza Rosin Mildly Active

Karta danych produktu

Najwazniejsze cechy produktu

n Klasyfikacja strumienia ROLO

n Wyjatkowa rozdzielczo$¢ wydruku

n Doskonate zwilzanie wiekszo$ci wykonczen ptyt n Niskie tworzenie

sie pustych przestrzeni
n Dluga zywotno$¢ szablonu
n Szerokie okno procesowe

n Zgodnos$¢ z REACH

n Kompatybilny z zamknietymi gtowicami drukujgcymi

n Dostepna pasta lutownicza do druku i dozowania

Wyniki testéw

Test J-STD-004 lub

Wymagania testowe

Dostepne stopy

INVENTEC
500 Main Street, Apartament 18

Skrytka pocztowa 989

Deep River, CT 06417 USA

Bezptatny numer: 800.435.0317
Telefon: 860.526.8300

Faks: 860.526.8243
www.amtechsolder.com

Stop Temperatura Temperatura °F
63Sn/37Pb 183 361
625n/36Pb/2Ag 179 354
62,85n/36,8Pb/0,4Ag 60Sn/ 179-183 354-361
40Pb 435n/ 183-191 361-376
43Pb/14Bi 425n/ 144-163 291-325
58Bi 10Sn/ 138 280
88Pb/2Ag 268-290 514-554
Opakowanie

Stoiki 500 gramowe
Wktady 700 gramowe

Strzykawki 35 lub 100 graméw

Kasety ProFlow

inne wymagania (jak podano

Lustro miedziane

IPC-TM-650: 2.3.32

L: Brak przetomu

Korozja

IPC-TM-650: 2.6.15

L: Brak korozji

Halogenki iloéciowe

IPC-TM-650: 2.3.28.1

D: <0,05%

Migracja elektrochemiczna

IPC-TM-650: 2.6.14.1

L: <1 dekada spadku
(Nie-czyszczone)

Rezystancja izolacji powierzchniowej 85 o C,
85% wilgotnosci wzglednej po 168 godzinach

IPC-TM-650: 2.6.3.7

L: 100 MQ (bez czyszczenia)

Wartos$¢ tackowa

IPC-TM-650: 2.4.44

489

Lepkos¢ - Malcom @ 10 obr./min/25 0 C
(x103 mPa/s) - Sn63/Pb37 T3/T4

IPC-TM-650: 2.4.34.4

Wydruk: 200-275
Dozowanie: 110-150

Wizualny

IPC-TM-650: 3.4.2.5

Jasne i darmowe

z opadéw atmosferycznych

Zgodnosc z przepisami dotyczgcymi mineratow konfliktowych

Zgodnos¢ z Koalicjg Obywatelstwa Przemystu Elektronicznego (EICC)

Zgodnos¢ z REACH

Artykuty 33 i 67 rozporzadzenia

(WE) nr 1907/2006

Nie zawiera substancji >0,1% w/

w, ktdra jest wymieniona jako

SVHC lub ktérej stosowanie w

materiatach lutowniczych jest ograniczone




Machine Translated by Google

RMA-223, pasta lutownicza Rosin Mildly Active

Obstuga drukarki Dystrybucja proszku Amtech Low Oxide
Ponizej znajduja sie ogéine wytyczne dotyczace optymalizacji (ReFIET @ Typ Wymagania dotyczace boiska
drukarki szablonowej z RMA-223. W zaleznosci od 45-75u Typ 2 24 miliony i wigcej
wymagan procesu, konieczne moga by¢ pewne modyfikacje. 25-45p Typ 3 16-24 mil
20-38 Typ 4 12-16 mil
15-25y Typ5 8-12 mil
Predkos¢ drukowania: 25-100 mm/sek. 5-15p Typ-6 5-8 mil
Nacisk $ciggaczki: 70-250 g/cm ostrza 2-11p Typ-7 <5 mil
Czyszczenie pod szablonem: Raz na 10-25 wydrukow, Uwaga: Stopy typu 6 i 7 moga by¢ niedostepne w przypadku niektorych stopow.

. Inne rozktady proszku sg dostepne na zyczenie.
lub w razie potrzeby

Zycie szablonowe Sktadowanie
> 8 godzin przy wilgotnosci wzglednej 30-45% i temperaturze 20-25 ° C Paste lutowniczg nalezy przechowywac¢ w temperaturze 3-8 ° C
~ 4 godziny przy wilgotnosci wzglednej 45-75% i temperaturze 20-25 ° C (37-46 ° F), aby uzyska¢ maksymalny okres przydatnosci do uzycia w

lodéwce wynoszacy szes¢ miesigcy. Nieotwarta pasta lutownicza

Czyszczenie przechowywana w temperaturze pokojowej, 25 ° C (77 ° F) bedzie
RMA-223 to pasta lutownicza Rosin Mildly Active, ktérag mozna miata miesieczny okres przydatnosci do uzycia. Strzykawki i wktady
pozostawi¢ na ptytce w przypadku wielu montazy SMT. nalezy przechowywac w lodéwce w pozycji pionowej, z koncéwka

W przypadku zastosowan wymagajgcych czyszczenia, RMA-223 mozna dozujacg skierowang w dét. Odczekac 4-8 godzin, az pasta

czys$ci¢ za pomocg srodkéw do usuwania pozostatosci topnika, lutownicza osiggnie temperature roboczg 20-25 ° C (68-77 ° F). Pojemnik
takich jak Inventec Disper 607 i Disper 610. z pastg lutowniczg powinien by¢ szczelnie zamkniety podczas

podgrzewania pasty do temperatury roboczej. NIGDY NIE
ZAMRAZAC PASTY LUTOWNICZE].

Zalecany profil ) ) .
Profil dla stopédw Sn63 i Sn62

Ten profil ma stuzy¢ jako punkt wyjscia do

250° Temperatura gornej strony plyty
osiagnac maksymalnie 212-230°C

optymalizacji procesu z wykorzystaniem

RMA-223. Aby uzyskac lepsze rezultaty w

o’
200 Temperatura Liquidusa dla stopéw Sn63 i Sn62
179835 |- = == = = = = = = o o o o o o e

zakresie tworzenia pustych przestrzeni lub Temperatura gérnej strony plyty

e temperatur 170°C w naepszym praypack

skok mil w strefie przed
reflowem

ograniczy¢ powstawanie osadéw nagrobkowych, 150
140°

Czas powyze] likwidusu powinien by¢
45 - 90 sekund w zaleznosci od
gestoét, wielkos¢ | populacja zarzadu

\
Rampa temperatury
@ <3,0°C/sekunde;
bka rampa
1 T

- ) . L, .. R Podgrzewanie wstgpne Moczy¢ Reflow Fajny
w celu odwilzenia, nalezy rozwazy¢ obnizenie | | - >

0°

nalezy rozwazy¢ zastosowanie dtuzszej 1

strefy moczenia (140-180 ° C) przez 60-90 100!

sekund z szybkim etapem nagrzewania wstepnego.

2

Jesli sg slady lutowania 50°7

szczytowej temperatury rozptywu lub

skrécenie czasu powyzej temperatury likwidus
do <60 sekund.

Zmieniono 9 grudnia 2015 .
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AMTECH

Advanced SMT SOlde!' PrOd UCtS 500 MeiiH CTpuiAT, anapTameHT 18

MoweHcka kyTs 989

Aniin Puebp, KbHeKTUKBT 06417 CALLL

Be3snnateH TenedoH: 800.435.0317
TenedoH: 860.526.8300
dakc: 860.526.8243

www.amtechsolder.com

WNHpopMaLmMoHeH INCT 3a MPoAyKTa

RMA-223, ChaboakTBHa nacrta 3a 3anosiBaHe Ha 6a3arta Ha KONo$OH

AKLIEHTM Ha NpoayKTa HanuuHun cnnasu
Knacndukaums Ha notoka n ROLO Crinas e CennepanpaE
n UskniounTenHa pasgenmntenHa cnocobHOCT Ha nevata 63Sn/37Pb 183 361
N OTNNYHO OMOKPSIHE BbPXY MOBEYETO BUAOBE MNOBBPXHOCTY Ha MI0CKOCTUTE N 625Nn/36Pb/2Ag 179 354
Hucko kyxHoo6pasysane 62.85n/36.8Pb/0.4Ag 60Sn/ 179-183 354-361
n AbAbr XNBOT Ha WWabnoHa 40Pb 43Sn/ 183-191 361-376
n LUnpok npo3opeLl, Ha npoLeca 43Pb/14Bi 425n/58Bi 144-163 291-325
CboTBeTcTBa Ha REACH 10Sn/88Pb/ 138 280
n CbBMEeCTUM C NPUNOXeHWTe neyvaTaLlyn rnasu 2Ag 268-290 514-554
n MNpeanara ce cnosiBalla nacta ¢ kKa4ecTso 3a nevar 1 Ao3npaHe

OnakoBka

6ypkaHu oT 500 rpama
700-rpaMoBM NaTPOHU

CrnpuHUoBKY oT 35 nan 100 rpama

KaceTun ProFlow

Pe3ynTaT|/| OT TecTa

Tect J-STD-004 nnan M3nCKBaHe 3a TecT Pesyntat

APYry U3NCKBaHWSA (KaKTO € MocoYeHo

MepgHo orneagano IPC-TM-650: 2.3.32 J1: Hama npo6us

Koposusa IPC-TM-650: 2.6.15 L: be3 kopo3us

KonnuectBeHun xanngn IPC-TM-650: 2.3.28.1 J1: <0,05%

EnektpoxvMunyHa murpauuns IPC-TM-650: 2.6.14.1 L: cnag <1 gecetunetume
(HenouncreHo)

CLNPOTVBAEHNE Ha NOBBLPXHOCTHATA N30naLus 85 ° C, IPC-TM-650: 2.6.3.7 L: 100 MQ (6e3 nouncTeaHe)

85% OTHOCWTE/IHA BNlaXHOCT @ 168 Yaca

CrofiHocr Ha nenkasoctra IPC-TM-650: 2.4.44 48 1

BuckosuTeT - Malcom @ 10 RPM/25 o C (x103 IPC-TM-650: 2.4.34.4 MeyaT: 200-275
mpPa/s) - Sn63/Pb37 T3/T4 'qo3y|pa|.|e: 110-150
BusyanHo IPC-TM-650: 3.4.2.5 flcHo 1 6e3nnaTtHo

OT BanexumTe

CHLOTBETCTBUE C U3VCKBAHWSATA 33 KOHGANKTHI MUHEPan CbOTBETCTBA Ha U3VCKBaHWATa Ha KoanuuuaTa 3a rpax/aHcTBo Ha enekTpoHHata nHayctpus (EICC)
[
CvoTBeTcTBMe ¢ REACH UneHose 33 11 67 OT PernameHTa He cbabpxa Bewjectso >0,1%
(EO) Ne 1907/2006 W/W, KOETO e NOCOYeHO KaTo

SVHC unu e orpaHnyeHo 3a
ynotpe6a B CnosiBaLLy Matepuanm.




Machine Translated by Google

RMA-223, CnaboakTrBHa nacTa 3a 3anosiBaHe Ha 6a3aTta Ha KonodoH

PaboTa c npuHTepa PasnpegeneHve Ha HUCKOOKCHAeH npax Amtech
CneaHuTe ca 06LM HAaCOKM 3a ONTUMKM3MPaHe Ha LaboHeH NpuHTep ¢
RMA-223. Moxe fja ca Heo6X0AMMM HAKOUN KOPeKLMn Bb3 0CHOBA 45-75p Tun-2 24 Munn 1 noseye
Ha M3UCKBAHUATa Ha BaLLVIA MpoLec. 25-45p Tun-3 16-24 mynn
20-38p Tun-4 12-16 munn
15-25p Tvn-5 8-12 munn
CKopoCT Ha neyart: 25-100 Mm/cek 5-15p Tun-6 5-8 Munn
HansiraHe Ha rymeHara wnaryna: 70-250 r/cM? Ha ocTpreTo 2-11p Tun-7 <5 mum
M36BbpcBaHe nog WwabnoH: BegHbx Ha Bcekn 10-25 pasneyaTku, 3abenexka: Tun-6 1 Tun-7 moxe Aa He ca HaNYHWN B HAKOW CNNaBu.

,U,pyl'l/l pasnpejeneHns Ha Npaxa ce npejnarat npu novckeaHe.
WAV NPU HEOBXOANMOCT

XvBoT Ha wabnoHa CbxpaHeHwne
> 8 yaca npw 30-45% oTHoCKTeNHa BNaxXHOCT 1 20-25 ° C MacTaTa 3a criolika TpsAGBa Aa ce cbxpaHaBa Mexay 3-8 ° C (37-46 ° F),
~ 4 vaca npw 45-75% oTHoCUTeNHa BAAXHOCT 1 20-25 ° C 3a /1a Ce MOCTUrHe MaKCMMaseH CPOK Ha FOAHOCT B XJIaAUMHVIK OT LLeCT Mecelia.

HeoTBopeHa nacTa 3a cnoiika, CbxpaHaBaHa Ha CTaiiHa TemnepaTypa (25 °©

MouncreaHe C), We UMa Cpok Ha roAHOCT OT eAvH MeceL,. CNPUHLIOBKMTE 1 NaTPOHWTe
RMA-223 e ymepeHO aKkTMBHa cnossalla nacta Rosin, KosTo moxe ja ce TpsibBa Aa Ce CbXPaHABAT BEPTVKAIHO B XIAAWIHUK C 031paLLns

oCTaBW BbPXy naatkarta 3a MHOro SMT crno6ku. HakpaliHvK Hagony. OcTaBeTe 4-8 yaca, 3a ja AOCTUIHe nacTaTa paboTHa
3a NPUIoXKEeHUs, N3MCKBaALLY novncTBaHe, RMA-223 Moxe fa ce MoumncTy ¢ TemnepaTtypa ot 20-25 ° C (68-77 ° F). ipbXTe KOHTeliHepa CbC nactaTta
npenapaTi 3a OTCTpaHsBaHe Ha OCTaTbLW OT GIHOC, KaTo Hanpumep 3aTBOpEH, AOKaTo 5 3aTonnisATe 40 paboTHa TemnepaTypa. HNKOIA HE
Inventec Disper 607 v Disper 610. 3AMPA3SABAWTE MACTATA 3A MOMABAHE.

MpenopbunTeneH npodun
Mpodun 3a cnnasu SN63 1 SN62

To3v npodun e NpesHasHaueH 4a CyXu KaTo

o
250 Temneparypa Ha ropwara cpara Ha Gopa
£3 6b7ie Py Makcmym 212 - 230°C

OTrMpaBHa TOYKa 3a ONTUMU3MpPaHe Ha npoueca

c nomoLuta Ha RMA-223. 3a ga nocTurHeTe no-

o
200° T teuneparypa a nukemayc 3a cnasn sn63 w snb2
B e LT

A06pl/l pe3ynTaTvi Npu OTCTPaHABAHE Ha KyXUHWN NN TEM”ePa'YPaNafupHa'ac'nganaGOPAa

22 6 Haii-106pe npy 170°

€TNKa o7 MW B 30HaTa NpeAn

33 Aa HamanuTe 06pasyBaHETo Ha HAArPOBHU KaMbHY, 1 - N =
R e soommsintocnl p s T R

BpewmeTo Hag nvkewayca Tpsi6ea Aa Gbae
45 - 90 ceKyHAW B 32BUCUMOCT O
rCTOTa, pasmep v Hacenenve Ha 60paa

nomMucsieTe 3a N3noa3BaHe Ha No-Abra

30Ha Ha HakmceaHe (140-180 ° C) 3a 60-90 100

Temnepatypa pamna
@ <3.0°Cicexynaa

CeKyHAN, C 6bp3 eTan Ha NpejBapUTENHO HarpsiBaHe.

Bup3a pamna
70 100°C

AKo nmMa cneau oT crolika 50°7]

pessapureno sarpasane HakucHere Mpedopmmpane ToTuHo

obe3BnaxHsiBaHe, MoOMUCIETe 3a NMOHMXXaBaHe Ha

0°
nMKoBaTa TeMnepaTtypa Ha npetonsBaHe

VAN HaManeTte BpeMeTo Hag NNKBUAYC Ao <60

CeKkyHaun.

Pesu3npaHo Ha 9 gekemspu 2015 .




